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场合发挥特殊的功能; (4) 能耗低、灵敏度高、工作效率高。微系统所消耗的能          
量远小于传统机电系统，却能以 10倍以上的速度完成同样的工作。 
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1. 2.2. 5 Schuster 电化学微加工方法 










达到 1微米。图 1.3.9是用该方法在金属 Cu上加工出的两个微结构。所加脉冲
宽度为50 ns，电压值为1.6V, 工具电极为10 µm的Pt丝，电解液由0.01 M HClO4 
和 0.1 M CuSO4的水溶液组成。工具电极首先垂直刻下去，然后再象铣刀那样
水平移动刻蚀。图 1.2.9（A）中间小长方体的尺寸为 5 µm × 10 µm× 12 µm；图
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Fig. 1.2.1 A combination of gears fabricated by bulk silicon etching technique 
图 1.2.2 (a) 采用表面牺牲层工艺制备的世界上第一个MEMS器件——微型静电马达  
Fig.1.2.2 (a) The microelectrostatic motor that is the frist MEMS machine in the world 












































图 1.2.2(b) 硅表面微加工的过程示意图. 
Fig.1.2.2(b) The schematic process of silicon surface micromachining (1)
Lithography (2) Development of the sacrificial layer (3) Deposition of the
structural layer (4) Lithography (5) Pattern of the structural layer (6) Remove













































Fig.1.2.3 (a) The schematic process of LIGA (a) mask for X-rays (b) X-Rays radiation 
(c) developing (d) electroplating (e) dissolving PMMA 
图1.2.3(a) LIGA工艺基本流程图.（a）X-Rays 掩膜（b）X-Rays照射（c）显影 
（d）电铸（e）去除PMMA膜 
图 1.2.3 (b) 用 LIGA技术制作的一个立体构件 





























































图 1.2.4 (a) 利用 STM针尖在 Au表面进行逐点加工示意图 
Fig. 1.2.4 (a) The schematic process of depositing copper on Au surface by STM tip 
 
图 1.2.4 (b) 用 STM针尖在 Au表面上加工的阵列结构 
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